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Fraunhofer-Allianz Adaptronik

VORWOR

Die Sicherung des technologischen Vorsprungs in der Produkt-
entwicklung ist ein immer bedeutsamer werdender Faktor in der
globalisierten Welt. Dies gerade auch vor dem Hintergrund des
sich stetig verscharfenden asiatischen Wettbewerbs. Neben der
Mechatronik bietet die Adaptronik besondere Potenziale fir
Technologiespringe. Dementsprechend erzielt heute eine zu-
nehmende Anzahl von Entwicklerteams Mehrwerte fir ihre Pro-
dukte durch adaptronische Lésungen.

Wir von Fraunhofer wollen diese Entwicklungserfolge besonders
fir den Standort Deutschland vorantreiben und unterstitzen
unsere Partner in zahlreichen anwendungsorientierten FuE-
Kooperationen. Dabei werden gemeinsam Problemstellungen
und adaptronische Losungsansatze untersucht, neue Materialsys-
teme und Komponenten entwickelt, Prozesse zur Fertigung und
Systemintegration optimiert, Verfahren zur Simulation, Prifung
und Bewertung ausgearbeitet und neue Produkte abgeleitet.

Was letztlich zahlt, ist der Produkterfolg der Partner. Mit unseren
Mitausstellern konnten wir auf der diesjdhrigen Hannover Messe
zahlreiche Adaptronik-Neuigkeiten prasentieren. Im offenen Fo-
rum kam es zum intensiven Austausch zwischen Anbietern und
Nutzern, Forschung und Industrie, Verbanden, Politik und Of-
fentlichkeit. Bedarfe und Strategien wurden abgeglichen, kon-
krete Projekte initiiert.

In 2008 sind wir wieder dabei. Sehr gern zusammen mit Ihnen.
Denn eines ist klar — nur gemeinsam erschlieBen wir die greifba-
ren wirtschaftlichen und technologischen Potenziale fir unseren
Standort.

Dr. Tobias Melz
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NEYWS

Umbenennung des FVA in
FAA

Die Fraunhofer Gesellschaft
bindelt Institutsibergreifend
ihr Kompetenzen in Verbln-
den und Allianzen. Wahrend
die Verbiinde einen Fokus auf
der Forschungskooperation
und —entwicklung haben, zie-
len Allianzen starker darauf
ab, ein Geschaftsfeld gemein-
sam zu bedienen und zu ver-
markten. Diesem Charakter
folgend und der erfolgreichen
Technologieentwicklung der
Adaptronik Rechnung tra-
gend, hat sich der Verbund
Adaptronik nunmehr in eine
Allianz weiterentwickelt.
Weitere Informationen zu
Fraunhofer-Verbinden und
Allianzen finden Sie unter
www.fraunhofer.de/fhg/
profile/alliances/index.jsp.

Die neue Abkirzung FAA
(Fraunhofer-Allianz  Adaptro-
nik) wurde als Wortmarke im
Markenregister des Deutschen
Patent- und am Markenamt
eingetragen.

KAAMA

Das Fraunhofer LBF errichtet
mit  Grundsteinlegung im
Frihjahr 2008 ein neues
Transferzentrum  Adaptronik.
Dieses Transferzentrum KAA-
MA (Kompetenzzentrum fir
adaptive Strukturen im Auto-
mobil-, Maschinen- und Anla-
genbau) soll die anwendungs-
orientierte Forschung des LBF
im Bereich der Adaptronik mit
der wirtschaftlichen Technolo-
gieverwertung durch KMU
und Industrie besser koppeln
helfen. Dazu werden auf dem
Institutsgeldnde des LBF neue
Kapazitaten fUr Laboratorien
mit Mess-, Pruf- und Analyse-
technik sowie Blrordume
auch zur kooperativen Projekt-
arbeitung geschaffen.

WIENSCFIEN 10 dar Fraunnofze-Allianz Adzagtroniic (FAN)

Prof. Alexander Michaelis (tellv.
Sprecher der Allianz),

studierte Physik an der Heinrich-Heine Universitat
Dusseldorf. Er promovierte dort auf dem Gebiet
der Elektrochemie und ging danach im Rahmen
eines Habilitationsstipendiums der DFG als
PostDoc fir 1 Jahr an die University of North Ca-
rolina at Chapel Hill wo er auf dem Gebiet der
Hochtemperatursupraleiter arbeitete.

Im Jahre 1996 nahm er eine Position bei der Sie-
mens AG in der Halbleiter-Prozessintegration an
und wurde far 4 Jahre an die DRAM Develop-
ment Alliance nach East Fishkill, New York dele-
giert. Nach seiner Rickkehr aus den USA wech-
selte er zur Bayer AG in Leverkusen und wurde
von dort zur Bayer Tochter H.C. Starck GmbH versetzt, wo er die Abteilungen
Elektrokeramik und New Business Development leitete sowie als Geschaftsfih-
rer der Hochtemperatur-Brennstoffzellenfirma InDEC B.V. fungierte. Seit 2004
leitet er das Fraunhofer-Institut fir Keramische Technologien und Systeme IKTS
in Dresden und hat die Professur fir Anorganisch-Nichtmetallische Werkstoffe
der TU Dresden inne. Am IKTS ist das Feld der Adaptronik in die Abteilung
.Smart Materials and Systems” eingeordnet.

EVENTS

Adaptronik auf der HANNOVER MESSE 2007/2008

Auf der diesjahrigen Hannover Messe 2007 wurde erstmalig die Technologie
der Adaptronik in ihrem gesamten Spektrum Ubergreifend dargestellt. Hier hat-
te die Deutsche Messe AG die Fraunhofer-Allianz Adaptronik mit der Ausrich-
tung eines Gemeinschaftsstandes beauftragt. Gemeinsam mit Partnern aus In-
dustrie und Forschung konnten vielfaltige aktive Strukturldésungen prasentiert
werden, die auf sehr groBes Interesse bei Industrie, Verbanden, Presse wie Poli-
tik und der Deutsche Messe AG selbst stieBen. Besonders wichtig fur uns: Die
Resonanz der Mitaussteller war durchweg sehr positiv, die Zufriedenheit bzgl.
belastbarer Geschaftsanbahnungen und konkreter Projektbeauftragungen
hoch.

Diesen Erfolg wollen wir ausbauen. Gemeinsam mit Mitausstellern wollen wir
auch auf der kommenden Hannover Messe 2008 einen Ubergreifenden Tech-
nologiestand Adaptronik ausrichten. Hierzu laden wir interessierte Unterneh-
men und Einrichtungen herzlich ein.

Durch Rucksendung der Faxantwort, die unter www.adaptronik.fraunhofer.de
zu finden ist, ermdglichen Sie es uns, Sie frihzeitig in die Planungen mit einzu-
beziehen. Bei Fragen kénnen Sie sich jederzeit an Frau Lang (+49 (0) 6151 /
705-238) wenden.
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=EVENTS

Adaptronik Workshop, 29.11.2007, Wiirzburg
Adaptronik: Technik, die verdandert

Steigende Anforderungen an moderne Produkte bzgl. Leichtbau, Schwingun-
gen, Larm, etc. fiihren dazu, dass neben passiven Strukturkonzepten die adapti-
ve Strukturtechnologie weiter an Bedeutung gewinnt. ,Um nachhaltig wirt-
schaftlich verwertbare Produktoptimierungen mit adaptronischen Strukturansat-
zen zu erreichen, sind Produktanforderungen, Chancen und Entwicklungsnot-
wendigkeiten abzugleichen. Dazu ist der Austausch von Herstellern und An-
wendern mechanisch basier-
ter Produkte sowie von An-
bietern der aktiven Struktur-
technologien besonders
wertvoll.”,  meint Tobias
Melz.  Um  Maoglichkeiten
und Randbedingungen der
Adaptronik in der Produkt-
entwicklung zu diskutieren,
ladt die Fraunhofer-Allianz g
mit Industrievertretern  zu
einem  Workshop nach
Wirzburg ins  Fraunhofer
ISC ein. Die Vortrage sollen
ausgehend von verschiede-
nen  Funktionswerkstoffen
relevante Themenfelder und
Kompetenzen im Umfeld mit technischen Anwendungsszenarien darstellen. Wir
freuen uns auf gute Diskussionen zwischen den Teilnehmern.

Programm:

10:00 - 10:30 BegriiBung & Kurzvorstellung Adaptronik; Holger Hanselka,
Fraunhofer LBF

10:30 - 11:00 Smarte Materialien fiir adaptronische Strukturen; Andreas
Volz, Projekttrager Julich

11:00 - 11:30 Materialien und Komponenten; Dieter Sporn, Fraunhofer ISC

11:30 - 12:00 Optimierung von NVH-Eigenschaften in automobiltech-
nischen Anwendungen durch Einsatz aktiver Komponen-
ten; Hans-Jurgen Karkosch, Contitech

12:00 - 13:00 Imbiss

13:00 - 13:30 Numerische & experimentelle Simulation; Patrick Lang,
Fraunhofer ITWM

13:30 - 14:00 Schnell schaltende SMA-Aktuatoren fiir die
Fahrzeugsicherheit; Eric Zimmermann, Faurecia

14:00 - 14:30 Elektronik & Regelungstechnik; Dirk Mayer, Fraunhofer LBF

14:30 - 15:00 Anwendung Piezotechnologie in der Luftfahrt;
Peter Janker, EADS Deutschland GmbH

15:00 - 15:30 Kaffeepause

15:30 - 16:00 Systeme; Welf-Guntram Drossel, Fraunhofer IWU

16:00 - 16:30 Magnetorheologische Technologie fiir moderne Produkte;
Albert Achen, Lord

16:30 — 16:45 Schlusswort; Holger Hanselka, Fraunhofer LBF

Weitere Infos: www.adaptronik.fraunhofer.de/german/events.php

AA Nayyslatiar 2007
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EVENTS

DVM: Absicherung der Sys-
temzuverlassigkeit

Der DVM - Arbeitskreis ,,Zu-
verlassigkeit mechatronischer
und adaptronischer Systeme”
veranstaltet am 2./3. April
2008 in Koblenz seine 2. Ta-
gung.

Die Zuverlassigkeit der Mecha-
nik-, Elektronik- und Software-
komponenten eines mechatro-
nischen wie adaptronischen
Systems garantieren noch
nicht deren zuverldssiges Zu-
sammenspiel im System. Die
Tagung diskutiert die neues-
ten Erkenntnisse aus For-
schung und industrieller Pra-
Xis.

Wichtige Daten:

e 15. August 2007: Einrei-
chung der Abstracts

e 15. September 2007: Be-
nachrichtigung der Auto-
ren

e 15. Dezember 2007: Ein-
reichung der Konferenzbei-
trage

e 2./3. April 2008: Konferenz

Né&here Informationen:

Dr. Jirgen Nuffer
Gruppenleiter
Systemzuverlassigkeit
Fraunhofer LBF

Tel. +49 (0) 6151 / 705 - 281
Juergen.nuffer@Ibf.fraunhofer.
de



EVENTS

FAA auf der "Zulieferer
Innovativ"

Der Kongress , Zulieferer Inno-
vativ” hat sich in den vergan-
genen Jahren zu einem der
fuhrenden internationalen
Treffpunkte der Automobil-
branche entwickelt. Wie auch
im letzten Jahr wurde die Ver-
anstaltung im Audi Forum
Ingolstadt von einer Fachaus-
stellung begleitet, auf der 180
Aussteller aus Wirtschaft und
Wissenschaft etablierte Pro-
dukte sowie neue Technolo-
gie- und Entwicklungskonzep-
te vorstellten. Rund 1.200 Teil-
nehmer aus 20 Landern nah-
men am Kongress teil. So stell-
te auch die FAA neueste For-
schungs- und Entwicklungser-
gebnisse aus.

Die Schwerpunkte des FAA-
Stands waren adaptronische
Lager zur Schwingungsreduk-
tion und zur Kontrolle der
K&rperschallausbreitung  z.B.
im Fahrwerk, Monitoring Kon-
zepte fur hochbeanspruchte,
sicherheitsrelevante  Bauteile
im Automobil, Aktoren auf
Basis piezoelektrischer Kera-
miken und Formgedachtnisle-
gierungen z.B. fur den Einsatz
im Sicherheitsbereich oder den
Ersatz klassischer Antriebe. Die
Beitrdge der Allianzpartner

fanden wie 2006 regen Zu-
spruch. Die Diskussionen wa-
ren flr Besucher und Ausstel-
ler konstruktiv und helfen bei
der Uberfuihrung der Entwick-
lungsarbeiten in die Automo-
bilbranche.

PROJEICTE

Experimentelle und numerische
Untersuchungen zum Einsatz von
piezoelektrischen Sensoren und Aktoren

Piezoelektrische Sensoren und Aktoren unterschiedlichster Bauweisen sind heu-
te am Markt etabliert. Ihr Einsatz in adaptiven Systemen kann durch die Vorher-
sage des zu erwartenden Funktionsverhaltens der aktiven Bauteile sowie deren
Lebensdauer vorangetrieben werden. Ziel bei der Entwicklung von Prifkonzep-
ten ist es, Ubertragbare und geometrieunabhdngige Ergebnisse zu erhalten.

Zur Untersuchung von flachigen Piezokompositen mit eingebetteten piezoelekt-
rischen PZT-Folien, -Fasern oder -Stabchen, die z.B. zur Schwingungsdampfung
an Bauteilen appliziert oder integriert werden kdénnen, hat sich eine Belastung
unter 4-Punkt-Biegung bewahrt. Damit ist eine Beanspruchung der auf unter-
schiedlichen Substraten applizierten Piezo-Module unter homogener Zug- oder
Druckspannung und bei unterschiedlichen Frequenzen, Amplituden und Tem-
peraturen moglich. Die Einsatzgrenzen (z.B. Bruchdehnung) der Piezo-Module
werden unter quasistatischer und die Lebensdauern unter zyklischer Belastung
ermittelt. Die dabei erzeugten Schadigungen (z.B. Risse in der Piezokeramik)
fuhren zur Degradation des Ladungssignals und sind auch mit akustischen und
optischen Methoden nachweisbar. Experimentell nicht zugangliche GréBen, wie
z.B. die Bruchspannung der eingebetteten Keramik werden durch begleitende
numerische Berechnungen ermittelt, sodass Wéhler-Diagramme erstellt und zur
Lebensdauervorhersage herangezogen werden kénnen. Des Weiteren erlaubt
die Finite-Elemente-Modellierung der gekoppelten elektromechanischen Eigen-
schaften eine gute Vorabschatzung der erreichbaren Aktor- und Sensorwirkung
der Komponenten.

Durch die Kombination von Experiment und Modellierung kénnen bereits in der
Konzeptionsphase kostenglinstige und zeitsparende Machbarkeitsstudien zur
Leistungsfahigkeit und Lebensdauer von PZT-Sensoren und -Aktoren durchge-
fahrt und notwendige Optimierungen im Hinblick auf deren Platzierung und
Geometrie sowie die zu verwendenden aktiven Werkstoffe vorgenommen wer-
den.

Ansprechpartner: Monika Gall, Fraunhofer IWM
monika.gall@iwm.fraunhofer.de

£ 0,4 2
= 180, =
c 4 7
5 032
& 1201 =]
€ £
o

i | S 80 SEe
| i g i [ o e up E
Pzdrer'E';'&'_Ez;?;:’:g::;g”ﬁ:fe E # geschadigte Proben (Risse im PZT) ey 'E
. 2 40} wungeschadigte Proben 0.1 A
13 = logarithmische Ausgleichsgerade, =
o nur geschadigte Proben g

Z 0 0.0

1E+00 1E+02 1E+04 1E+06 1E+08
Zyklenzahl

Versuchsaufbau 4-Punkt-Biegung: a) Ansicht,
b) CFK-Biegeprobe mit appliziertem Piezo-
Modul.

Wohler-Diagramm fur PZT-Folien-Module
unter Zugbelastung bei RT

2007

FAA Nayyslettar



PROJEICTE

Intelligente Gussbauteile
-Projekt InGuss-

Im Rahmen des Forschungsprojektes InGuss werden die Fraunhofer-
Kompetenzen in den Bereichen GieBereitechnik (IFAM), Adaptronik (LBF), mik-
roelektronische Systeme (lIS), Dinnschichttechnologie (IST) und Signalverar-
beitung (IAIS) synergetisch verbunden. Ziel dieser Biindelung ist die Realisie-
rung intelligenter Gussbauteile fiir innovative Leichtbaustrukturen, die durch
die direkte fertigungstechnische Integration elektronischer und adaptronischer
Komponenten wahrend des GieBprozesses generiert werden und sensorische
und/oder aktorische Funktionen beinhalten.

Die Entwicklung intelligenter Werkstoffsysteme mit erweiterten Funktionsei-
genschaften ist ausgewiesener FUE-Schwerpunkt der Fraunhofer-Gesellschaft.
Auf dieser Basis sollen Strukturen hergestellt werden, die eine direkte, aktiv
steuerbare Adaption mechanischer Eigenschaften an sich betrieblich verén-
dernde Bedingungen ermaglichen.

Die InGuss-Technologie wird zu einem kostengilnstigen Fertigungsprozess fur
Bauteile aus Leichtmetall fiihren, die durch Sensoren ihre betriebliche Situati-
on moglichst energieautark erfassen, die Daten durch bauteilintegrierte, gut
geschltzte Prozessoren verarbeiten, ggf. speichern oder regelungstechnisch
aufbereiten, um aktiv bedampfend in das Systemverhalten einzugreifen.
Durch die Kombination mit elektronischen Ubertragungseinheiten wie z.B.
Transpondern (RFID) wird eine drahtlose Ubertragung von Daten und Energie
angestrebt. Weiterhin dient die RFID-Technologie der Bauteilverfolgung und
Verbesserung des Plagiatschutzes.

Ansprechpartner: F.-J. Wéstmann, Fraunhofer IFAM
franz-josef.woestmann@ifam.fraunhofer.de

Positionierung aktiver Elemente im Gussbauteil

2007
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EVENTS

FAA auf dem
Adaptronic Congress 2007

Im Mai diesen Jahres fand der
11. Adaptronic Congress (AC)
in der Lokhalle in Gottingen
statt. Die FAA war mit
mehreren Vortrdgen und
Postern beteiligt.

Die Allianz war wie in den
letzten Jahren einer der
Hauptaussteller.

Neben einem Exponat zur
aktiven Unterdrickung des
Bremsenquietschens wurden
Bauteile aus InGuss, eine
adaptive Spindelhalterung,
piezoresistive  Sensorsysteme
und aktorische Komponenten
fir adaptronische Anwen-
dungen gezeigt.

Der AC ist ein zentrales
Technologie— und Diskus-
sionsforum im Bereich der
Adaptronik. Die Fraunhofer

Allianz unterstlitz das Event
auch organisatorisch.

ISPA 2007

Das IKTS richtet vom 27.-
28.09.2007 in der Glasernen
Manufaktur von Volkswagen
das International Symposium
on Piezocomposite Appli-
cations (ISPA 2007) aus. Ziel

des Workshops ist es, den
Status Quo von Piezo-
Kompositen und deren

Anwendungen zu diskutieren.
Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!



NEYWS

Adaptronik Spin-Off
ISYS Adaptive Solutions

Die Adaptronik wird in der
Fraunhofer-Gesellschaft als
Schlusseltechnologie zur Opti-
mierung von Strukturen be-
wertet. Seit mehreren Jahren
wird diese Technologie als
Portfoliothema anwendungs-
orientiert beforscht. Das
Fraunhofer LBF nimmt mit
seiner Systemkompetenz eine
zentrale Rolle ein, die sich in
verschiedenen Industrie- und
Forschungsprojekten  wider-
spiegelt. Um dem nun wach-
senden Marktbedarf in diesem
Bereich konkret zu begegnen
und kommerzielle Produkte zu
realisieren und zu vertreiben,
wurde die ISYS Adaptive Solu-
tions GmbH als Spin-Off mit
Sitz in Darmstadt gegrindet.

Das Portfolio der ISYS Adapti-
ve Solutions umfasst die Reali-
sierung und Vermarktung von
Produkten zur aktiven Kontrol-
le von Schwingungen und
Larm, der hoherfrequenten
Pruftechnik sowie Beratungs-
und Entwicklungsdienstleis-
tungen im Bereich der Schwin-
gungstechnik und der
Adap-tronik. Anwendungen
liegen in unterschiedlichen
Branchen. Vorwiegend sollen
kleine Stickzahlen bedient
werden.

www.adaptive-solutions.de

PROJEICTE

Untersuchung des Einsatzes aktiver Tilger zur
Verringerung von Schallemissionen an
Windkraftanlagen

Windenergieanlagen (WEA) leisten einen immer starkeren Beitrag bei der Ener-
gieversorgung und tragen damit zum Klimaschutz und zur Schonung von Res-
sourcen bei. Mit der steigenden Anzahl von Windkraftanlagen auch in dicht
besiedelten Gebieten sind die Gerauschentwicklung und die damit verbunde-
nen negativen Auswirkungen auf die Umwelt nicht zu vernachlassigen.

Neben der aerodynamischen Gerduschquellen wie den Rotorblattern bildet das
Getriebe eine Hauptstorquelle, wobei die Zahneingriffe das Getriebe zu
Schwingungen anregen.

Als problematisch erweisen sich die daraus resultierenden Korperschallanteile,
wenn sie in ihrer Frequenz mit Resonanzen des Gesamtsystems Maschinentra-
ger mit Triebstrang Ubereinstimmen. Es kommt zur Ausbildung sogenannter
tonaler Komponenten. Diese lassen sich auch durch sorgféltige Auslegung des
Maschinentragers / Triebstranges nicht zuverldssig vermeiden. Es erfolgt eine
Ubertragung des Koérperschalls bis in
den Turm. Die Turmoberflache strahlt
den Korperschall sehr gut ab. Da-
durch kdénnen bei betroffenen Anla-
gen Grenzwerte hdufig nicht ein-
gehalten werden. Notwendige Be-
triebseinschrankungen fihren zu
einer erheblichen Verringerung der
Ertrage betroffener Windenergieanla-
gen.

Fraunhofer IWU entwickelt in Zusam-
menarbeit mit der ESM GmbH, den
Schirmer Beratende Ingenieure und
dem Ingenieurblro Dr. Ziegler einen
aktiven Tilger — ein nachrUstbares
aktives System zur Unterdriickung
tonaler Komponenten. Das Projekt
wird durch die Deutsche Bundesstif-
tung Umwelt geférdert.

Die aktiven Tilger auf der Basis von
Piezostapelaktoren werden im Uber-
tragungspfad tonaler Komponenten auf der Windenergieanlage montiert. Sie
erzeugen geregelt Gegenkrafte, sodass es zur Ausldéschung des getriebeindu-
zierten Korperschalls kommt. Andert sich die Frequenz der stérenden Einzelto-
ne, passt sich der aktive Tilger automatisch an. Die Abstrahlung der tonalen
Komponenten an die Umgebung wird minimiert. Die gesetzlichen Grenzwerte
sollen so wieder erreicht werden. Teuere Getriebewechsel oder ineffizienter
Betrieb im Teillastbereich bei betroffenen Anlagen kénnen so vermieden wer-
den.

Tilger-
masse

Piezostapel-
aktoren

Ansprechpartner: Andre lllgen, Fraunhofer IWU,
andre.illgen@fraunhofer.iwu.de
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INSTITUTE

Fraunhofer-Institut fiir Keramische Technologien
und Systeme IKTS in Dresden

Das Fraunhofer-Institut fir Keramische Technologien und Systeme IKTS be-
fasst sich mit Werkstoff-, Verfahrens- und Bauteilentwicklungen auf dem Ge-
biet keramischer Hochleistungswerkstoffe sowie Hartmetallen / Cermets. Die
vielfaltigen Entwicklungsarbeiten erstrecken sich dabei Uber die gesamte
Wertschopfungskette bis hin zur Prototypenfertigung.

Das Fraunhofer IKTS zeichnet sich damit durch eine dreifache Kompetenz aus,
angefangen vom Werkstoff-Know-how Uber die Fertigungstechnologien bis
hin zur System- bzw. Produktintegration. Die Forschungsergebnisse lassen sich
zudem vom Labor- in den TechnikumsmaBstab Gbertragen. So kann beispiels-
weise eine Masseaufbereitung bis in den TonnenmaBstab begleitet und durch
die Einbindung bestehender Fertigungsketten die Herstellung der fur den
Markteinstieg notwendigen Stlickzahlen ermdglicht werden. Die Kombination
der beiden Technologieplattformen Struktur- und Funktionskeramik erlaubt
zudem eine Integration von Zusatzfunktionen in keramische Bauteile. Somit
kann die Herstellung innovativer Produkte mit einem deutlichen Mehrwert
realisiert werden.

In unseren laufenden Projekten ist das Fraunhofer IKTS aktuell mit Gber 250
nationalen und internationalen Partnern verbunden.

www.ikts. fraunhofer.de

FAA Nawyslattar 2007

Wisstzarn Sia scnor), dzss ...,

... am lIS Elektronikmodule zur
drahtlosen Datenibertragung
in  Sensor-Aktor-Netzwerken
entwickelt werden?

..am IS, ISC und LBF mit
Partnern wie Varta und BMS
ein BMBF-Projekt zur Rickge-
winnung und Wandlung von
mechanischer Energie zur e-
lektrischen  Versorgung von
drahtloser Sensordatentbertra-
gung startet?

... das IST in mehreren BMBF-
Projekten Dinnschichtsensorik
zur Messung von Temperatur
und Kraft entwickelt, um Um-
formprozesse kontrollieren
und aktiv regeln zu kénnen?

... das IWM im BMBF-Projekt
COMFEM mit Partnern aus
Wissenschaft und Industrie an
einer Multiskalen-Simulations-
kette zur Optimierung ferro-
elektrischer Werkstoffe arbei-
tet?

... das IWU und IKTS im Be-
reich gieBtechnischer Ferti-
gungsverfahren in einem DFG
SFB / TR namens PT-PIESA be-
teiligt sind?

... das LBF die makroskopische
Modellbildung von CNT-
Materialien zur Unterstlitzung
der CNT-Aktorenentwicklung
betreibt?

. am IS hocheffiziente An-
steuerschaltungen fur Aktoren
wie beispielsweise in Mikro-
pumpen entwickelt werden?

... das LBF am Jahresende Test-
fahrten mit adaptronischen
Schiffs-Aggregatelagern  auf
der Ostsee durchfihrt?

... das IWM am Standort Halle
gemeinsam mit dem ISE ein
Forschungszentrum fir Silizi-
um-Photovoltaik aufbaut?
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Fraunhofer-Institut fur Kurzzeitdynamik
Ernst-Mach-Institut, EMI, Freiburg

Fraunhofer-Institut fur Intelligente Analyse— und
Informationssysteme, IAIS, Sankt Augustin

Fraunhofer-Institut fur Fertigungstechnik und
angewandte Materialforschung, IFAM, Bremen

Fraunhofer-Institut fir Integrierte Schaltungen,
IIS, Erlangen

Fraunhofer-Institut fiir Keramische Technologien
und Systeme, IKTS, Dresden

Fraunhofer-Institut fur Silicatforschung, I1SC,
Wirzburg

Fraunhofer-Institut fir Schicht— und Oberflachen-
technik, IST, Braunschweig

Fraunhofer-Institut fir Techno— und Wirtschafts-
mathematik, ITWM, Kaiserslautern

Fraunhofer-Institut fur Werkstoffmechanik, IWM,
Freiburg

Fraunhofer-Institut fr Werkzeugmaschinen und
Umformtechnik, IWU, Chemnitz und Dresden

Fraunhofer-Institut fur Zerstérungsfreie Prufver-
fahren, I1ZFP, Saarbriicken

Fraunhofer-Institut fur Betriebsfestigkeit und
Systemzuverlassigkeit, LBF, Darmstadt
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